山西省半导体产业集群创新生态建设

2020年行动计划
为贯彻落实省委经济工作会议、十一届十次全会精神，坚持“四为四高两同步”总体思路和要求，聚焦“六新”，推动半导体产业集群化发展，构建创新生态体系，特制定本计划。

一、发展思路和目标

（一）发展思路

把握我国半导体产业链崛起的历史机遇，加强重大项目培育和产业链招商，推进构建产业集群配套体系，打造太原、忻州、长治三大产业集聚区。以碳化硅、砷化镓等第三代、二代半导体、LED、装备、芯片制造等特色领域为重点，完善材料-设备-芯片设计、制造、封测-整机产业链条。发挥产业联盟作用，推动产业链创新合作，形成企业-高校-科研院所联动机制；以高端人才团队为引领，加强新型研发机构培育，加快关键技术开发和转化，促进产业集群创新生态体系构建。

（二）2020年工作目标

2020年，重点推动中国电科（山西）电子信息科技创新产业园、忻州半导体产业园等12个行业重大项目的实施；依托山西省半导体产业联盟，持续增强半导体产业集群的人才、资金、技术、项目集聚效应；推动开展半导体产业链协同创新，打造山西省半导体产业研究院等行业创新平台；加快碳化硅三代半导体材料、砷化镓二代半导体材料、微波功率放大器、深紫外LED、红外探测器等关键技术和产品的创新突破。建设太原三代半导体产业基地、忻州全球复合半导体全产业链产业基地、长治LED光电产业基地。

二、重点任务

（一）优势集群布局工程

一是打造太原三代半导体产业集群，以中国电科（山西）电子信息科技创新产业园为核心，形成国内最大、国际前三的碳化硅半导体材料供应基地，并带动上游石墨材料生产、材料纯化、装备制造以及下游器件设计、封装、应用等半导体产业协同发展。二是打造忻州复合半导体全产业链产业基地，推进微波功率放大器、滤波器等标杆项目建设，集聚服务微波集成电路芯片制造的上下游产业。三是打造长治国家级紫外半导体光电产业集群，以龙头企业为引领，带动紫外LED上下游产业集聚，抢占国际制高点，构建紫外LED产业创新生态体系。

（二）支撑项目推进工程

进一步优化政策环境，加大对半导体产业龙头企业、重大项目的支持力度。重点保障烁科晶体碳化硅材料产业基地、中国电科二所三代半导体技术创新中心、风华信息半导体检测设备及新型显示装备制造基地、国惠光电短波红外芯片项目、北纬三十八度功率放大器、滤波器芯片项目、中科晶电砷化镓衬底项目、华晶恒基图形化蓝宝石衬底项目、中科潞安紫外LED芯片项目等重大项目的顺利实施。

（三）创新链构建工程

以碳化硅半导体衬底材料、三代半导体器件为重点，打造三代半导体产业链。以射频功率放大器、声表面波滤波器为重点，打造微波半导体产业链。以深紫外LED芯片、LED封装及显示产品为重点，打造光电LED产业链。以短波红外探测芯片等为重点，打造红外光电产业链。以图形化蓝宝石衬底制造为重点，打造蓝宝石材料产业链。

（四）创新平台搭建工程

依托联盟企业、重点院校，推动建立“山西省半导体产业研究院”，提供支持产业发展的创业创新环境，吸引相关领域高端人才集聚，带动上下游产业加速发展。支持以人才团队为核心，设立新型研发机构，加快半导体前沿技术研发和应用。推动山西省半导体产业联盟及重点企业与国家半导体产业联盟、国家半导体照明工程研发及产业联盟、宽禁带半导体产业联盟、集成电路产业技术创新联盟等国内外行业组织和龙头企业加强互动合作，促进企业加快技术升级，深度融入国际国内半导体产业链。

（五）技术产品突破工程

瞄准碳化硅、砷化镓等三代/二代半导体材料、射频芯片、紫外LED芯片、短波红外芯片等重点领域，加强关键工艺技术研发，重点突破6英寸碳化硅单晶低成本、高效率制备产业化技术、用于无线通讯领域的多波段集成滤波器、超宽带高性能基站射频模块及组件、高质量氮化铝单晶衬底材料制备等关键技术，形成一批先进的自主核心技术和竞争力强的拳头产品。对标国内一流创新平台，依托山西省半导体产业联盟，推动开展半导体产业链协同创新，挖掘省内企业、科研院所、高校的创新优势，加强创新协同、人才协同、产教协同、战略协同，加快创新成果转化，打造半导体协同创新产业生态。

（六）人才引进培育工程

加大半导体领域高端领军人才、创新人才、管理人才等的引进力度，不断优化人才引进机制，出台安家补助、购房补贴、交通通勤、子女上学、职工医疗、高端人才个税减免等优惠人才政策，进一步放宽对外籍人才的签证限制。推广忻州半导体园柔性引进高层次人才经验，复制晋能科技高端人才团队引进模式。加大本地人才队伍培养力度，依托本省科研院所及高校，培育重点学科，开展产教互动合作，引领本土人才发展。

三、推进措施

（一）推进重大项目实施。持续加大技改、数字经济等专项资金对半导体产业重大项目的支持力度，加强产业配套体系建设。支持忻州半导体产业园、中国电科（山西）电子信息科技创新产业园等产业基地、园区建设。强化企业间资源要素协同共享、产业分工协作。

（二）实施产业链招商。立足我省发展优势，打造专业化半导体招商团队，采取“以商招商、联盟平台招商、产业基金招商、股权招商”等创新招商模式，加快推进产业链、功能链上下游产业的引进落地。集中优势资源,招引大型企业建厂，充分发挥大型企业的聚集和引领作用，吸引上下游企业，迅速形成产业生态。

（三）加大资金支持力度。参照国家集成电路产业基金和各省市集成电路投资基金的运作模式，设立省级半导体产业基金，加大对本省半导体产业投资和项目建设；推动半导体企业资产证券化，鼓励在科创板、创业板、新三板上市融资、整合资源；加大技术改造、研发投入、成果转化等方面财政资金支持力度；协调推动金融机构与半导体企业对接，降低授信门槛，采取信用担保、股权质押等方式扩大融资。加强对半导体产业联盟、研究院、产业创新中心等产业公共服务机构的资金政策支持。

（四）优化产业政策环境。鼓励市县政府在土地、租金、生产用房等方面加强对半导体企业、项目的支持力度；落实半导体产业相关税收政策，降低企业负担；鼓励银行给予半导体企业信贷优惠、贷款担保；对通过上市、新三板挂牌等方式募集资金的予以固定金额补贴；优化配置科学开发铝土矿资源，确保半导体镓超纯材料供应；明确忻州市砷排放指标，保障产业发展。

（五）加快产品市场应用。面向能源革命、扶贫工程、城镇化建设等重大项目的市场需求，加强半导体、光伏、LED、计算机等电子制造产品在本省的市场应用，提升市场占有率。通过政府首购、示范项目等方式，推进整机企业与本省半导体器件、材料企业实现配套合作，帮助企业加快市场验证和产品迭代，打造本土品牌，拓展外部市场。
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附件
山西省半导体产业2020年重点项目表

	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	建设起

止年月
	总投资
	2020年

计划投资

	1
	太原
	中国电子科技集团公司第二研究所
	中国电科（山西）电子信息科技创新产业园统筹配套项目
	2018-2023
	33151
	20000

	2
	太原
	中国电子科技集团公司第二研究所
	中国电科（山西）微电子装备智能制造产业基地
	2018-2023
	44698
	9000

	3
	太原
	中国电子科技集团公司第二研究所
	中国电科（山西）三代半导体技术创新中心
	2018-2023
	49465
	4000

	4
	太原
	山西烁科晶体有限公司
	中国电科（山西）碳化硅材料产业基地
	2018-2023
	53745
	15000

	5
	太原
	中电科风华信息装备股份有限公司
	中国电科（山西）电子信息科技创新产业园项目新型显示装备智能制造产业基地项目
	2018-2023
	80000
	7750

	6
	太原
	山西国惠光电科技有限公司
	山西森达源红外光电科技园项目
	2020-2023
	200000
	37600

	7
	忻州
	北纬三十八度集成电路制造有限公司
	微波功率放大器芯片制造加工项目
	2019.8-2022.8
	156002
	20512

	8
	忻州
	北纬三十八度集成电路制造有限公司
	射频声表面波滤波器芯片制造加工项目
	2019.8-2022.8
	109595
	13299

	9
	忻州
	山西华晶恒基新材料有限公司
	蓝宝石晶体及晶片制造加工项目
	2018.4-2021.6
	188200
	37240.2

	10
	忻州
	山西华晶恒基新材料有限公司
	图形化蓝宝石衬底制造加工项目
	2019.3-2021.9
	119222
	4189

	11
	忻州
	忻州中科晶电信息材料有限公司
	新型半导体材料砷化镓晶体及晶片制造加工项目
	2018.4-2021.5
	100000
	9651

	12
	忻州
	忻州元鸿信息材料有限公司
	声波表面滤波材料制造及加工项目
	2019.06-2020.02
	46552
	4000



